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Techniek en valkuilen van de stack-up!

Total Height
Prepreg (Smil)
Top Layer —» 4 Core (10enil)
MidLayer! — A R 4 & Prepreg (5mil
MidLayei2 —> L& 5424 Core (10ni)
GND-Layer5 (GND) —» / //
MidLayer3 —» -
N3V — I
MidLayerd —» -y

Bottom Layer —» = g E = 5
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In deze presentatie

= Beknopte introductie V-PS

= Trends

= Basismaterialen in multilayer
= De stack-up

= Aandachtspunten
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V-PS de PCB leverancier voor de professionele elektronica industrie

= Gespecialiseerd in prototypes en kleine series printplaten

= Eigen productie in Nederland
= Unieke korte levertijden
= Hoge industriéle kwaliteit

= Uitgebreid advies, begeleiding en ondersteuning
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V-PS

= Kwaliteit betaalt zichzelf terug

= Samenwerking bij productontwikkeling

= Vanaf het idee tot aan de marktintroductie
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Datawerkvoorbereiding

= Controle van aangeleverde klantdata (Design Rule Check)

= Vervaardigen van productie- en testdata
= Klantpaneel bouwen en optimaliseren
= Direct klantcontact bij technische vragen

= \olledige UCAM werkstations
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= 55% Standaard Technologie
= 35% Midden technologie
» 10% Specials

Doelgroepen

Engineeringbureaus / Ontwikkelaars
Assemblage bedrijven

Original Equipement Manufacturers
Kennisinstituten (Universiteiten,
Hogescholen, TNO, etc.)
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V-PS

Snel service fabrikant prototypes of kleine series

Biedt technische ondersteuning

= Is laagdrempelig, flexibel & probleemoplossend
= Beschikt over een modern machinepark

= Investeert in technologie en is innoverend

Partner voor vervolgseries met ieder volume
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V-PS Online calculator

Eenvoudig en toegankelijk
Voor standaard producten

24/7 beschikbaar online
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Op ieder moment prijzen berekenen

Paneel bouwen
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a1 FAST PROTOTYPING, KLEINE SERIES FLEX EN FLEX-RIGID PCB's
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V-PC Vermeulen Printservice China

= |okaal aanwezig in China met eigen gekwalificeerde mensen
= gevarieerd netwerk van gekwalificeerde fabrikanten

= versterking positie door bundelen van volumes

= verbreding van technische capaciteiten en mogelijkheden

= snelheid naar de klant

= externe PCB productieproces monitoren via V-PC

= uw order straks via “online tracking” volgen

= directe levering

= Factuur in € euro’s
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Trends

» Copperfilled / Stacked via’'s

» Flex-rigids
Processing Units

« Embedded components
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stacked vias
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PCB EXPERT CENTRUM
Materialen in een multilayer

- Koperfolie / foil
- Prepreg

- Laminaat / core

..
Il’ri’-preg Foil i "‘"--":;-ra.ﬁ'»«,}:.%?.‘
L Foil -
= C— repreg
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Voorkom problemen

Hhe (%)
Documentatie: .
L1 12 1
|
- Opbouw specificeren 1 18y
- Eind dikte PCB 2 18y
3 18 1
- Aspect ratio B o
4 18 p
- Eigenschappen basismateriaal
_______________________________________________________________________|
- L2 12y
- Over specificeren _

15400 ML s 1S410 = [S420/PCL370HR s
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Voorkom problemen

Hydraulikpresse mit Vakuumunterstiutzung

Temperatur (°C) Spez. Druck (bar)

200 - 200

Bow & Twist:

- A-symmetrische opbouw
- Vochtopname

- Te snelle afkoeling

- Afwijkende koperverdeling
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Voorkom problemen

Delaminatie:

- Wat is delaminatie

- Harsgehalte prepreg

- Ingekapseld VOCht/IUCht 266,4 % I 1080 [FZo1]

1080 [FZ01]
70 pm 75 %

- Tijdens Reflow

125pm [1x 2165]

1080 [FZ01]
1080 [FZ01]

- Mechanische belasting e e

1080 [FZo1]
1080 [Fzo1]
18 pm 100 %
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Voorkom problemen

Track / Gap:

- Kleine track/gap in combinatie met gevraagde koperdiktes op binnenlagen

- Afgezonderde sporen
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Voorkom problemen

Gecontroleerde Impedantie:

- Kleine track / gap
- Koperdikte

- Materiaal

- Kleine laagafstand
- Coupon

- Waarom standaard
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- Verschil in berekening en toepassing edancs

Edge-Coupled Coated Microstrip 1B
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Subsirate 1 Height H1  ["97.3000 H1 [ Substrate 1 Height H1  [733.0000
Substrate 1 Dielectric Erl |Tuuu Erl [ Substrate 1 Dielectic En [ ass00
Lower Trace Width Wi [ 750000 W1 [ Lower Trace Width W1 ["1z0.0000
Upper Trace Width w2 [ 60.0000 wz [ UpperTrace Width w2 [ ss0000
Trace Separation s1 Wm S1 I' Trace Separation 31 Im
Trace Thickness T Im T1 [ Trace Thickness T Iw
Costing Abowve Substrate 1 [ 100000 €1 [ Costing Above Substrate c1 m
Coating Abowve Trace cz Iw c2 r Coating Above Trace c2 Iw
Coating Betwean Traces c3 Im c3 r Coating Between Traces C3 Iw
Coating Dieleciic CEr Im CEr I_ Coating Dielectric CEr Im
Differential Impedance Zdiff m |' Differential Impedance [ o557

Trace Separation Trace Separation 3500000

Trace Thickness Trace Thickness 17.0000

Differential Impedance
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Voorkom problemen

Misregistratie:

- Laagregistratie
- Scaling binnenlagen
- Verplaatsen van binnenl

- Kleine annular ring op b
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Voorkom problemen

Doorgemetalliseerde gaten:
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Mechanische stress
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Vragen beantwoord ik graag aansluitend op onze stand.

Bedankt voor uw aandacht.
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